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CMP Sistemi
Kabul Protokoli Kriteleri

Asagidaki kabul prosediirii, teknik sartnameye uygun olarak teslim edilen CMP sisteminin kurulumu ve performansinin
dogrulanmas1 amaciyla uygulanacaktir.

1. Evrak ve Dokiiman Kontrolu

Asagidaki belgeler tiretici/tedarik¢i tarafindan teslim edilmelidir:
1.1. Kullanim kilavuzu (operational manual)

1.2. Bakim kilavuzu (maintenance manual)

1.3. Elektrik semalar1 ve sistem altyap1 gereksinimleri

1.4. Yazilim kilavuzu

1.5. Kalibrasyon sertifikalar1 (varsa)

1.6. Garanti belgesi

1.7. CE veya esdeger giivenlik uygunluk beyanlar1

1.8. Teslim edilen tiim aksesuarlarin listesi

2. Fiziksel Kurulum Kontrolu

2.1. Sistem teknik sartnameye uygun elektrik altyapisina baglanmis olmalidir (220-240 V tek faz veya 380-400 V ¢ faz,
50 Hz).

2.2. Tim mekanik pargalar (platen, head, carriers, slurry hatlari, conditioning birimi) hasarsiz ve dogru monte edilmis
olmalidir.

2.3. Platen ylizeyi, head yiizeyi ve tastyicilar ¢iziksiz ve kusursuz olmalidir.

2.4. DI su baglantist test edilmelidir.

2.5. Slurry hatlar1 kagak testinden gegirilmelidir.

2.6. Giivenlik kabini/koruma sistemi diizgiin ¢alismalidir.

3. Yazihm ve Recete (Recipe) Dogrulama

3.1. Sistem arayiiziine erisim saglanmalidir (PC tabanli veya entegre panel).

3.2. Kullanic1 hesap agma/erisim fonksiyonlari test edilmelidir.

3.3. Minimum 10 adimli regete olusturma islevi dogrulanmalidir.

3.4. Asagidaki parametrelerin her adim i¢in bagimsiz sekilde ayarlanabildigi gosterilmelidir:
i. Platen hizt

ii. Head hiz1

iii. Basing/downforce

iv. Slurry debisi

V. Conditioning parametreleri (hiz, siire, varsa oscillation)

3.5. Veri kayit/log fonksiyonunun galistigi dogrulanmalidir.

4. Eksensel Hareket ve Mekanik Fonksiyon Testleri

4.1. Platen:

i. CW ve CCW doniis testleri

ii. 30-100 rpm araliginin saglandigi dogrulanir
4.2. Head:

i. 20-100 rpm araliginda galistig1 dogrulanir

ii. Head up/down hareketi test edilir
4.3. Sweeping/oscillation:

i. Lateral tarama hareketi devreye alinir ve diizgiin galistigi kontrol edilir
4.4. Conditioning sistemi testi yapilmalidir.

5. Slurry Dagitim ve DI Rinse Testleri
5.1. Slurry akisinin baslatilmasi, durdurulmasi, debi ayarmin yapilmasi test edilir.
5.2. Slurry hatlarinda kagak kontrolii yapilir.
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5.3. DI water rinse fonksiyonunun dogru calistigi dogrulanir.
5.4. En az iki farkli slurry debi seviyesinde stabil akis testi yapilir.

6. Guvenlik Testleri

6.1. Kapak/koruma sistemi agildiginda sistemin durmasi (interlock fonksiyonu) dogrulanir.
6.2. Acil durdurma (emergency stop) testi yapilir.

6.3. Asir1 yiik koruma fonksiyonu test edilir (iiretici prosediiriine gore).

6.4. Kimyasal dayanimli i¢ yiizeylerin iiretici beyanina goére uygunlugu kontrol edilir.

7. Performans Testi (Polishing Test)
(Bu asama sistemin gereksinimi destekleyip desteklemedigini dogrular, Ra degerleri kesin performans garantisi olarak
uygulanmaz.)
7.1. Bakir veya silikon bir deneme numunesi iizerinde kisa siireli bir CMP prosesi yapilir.
7.2. Sistem;
i. stabil rpm,
ii. stabil slurry akist,
iii. stabil basing,
iv. diizguin sweeping hareketi
sagliyor olmalidir.
7.3. Yiizey piiriizliliigt ol¢iimii (Ra) gerceklestirilir (AFM, profilometre veya optik interferometre).
i. Hedef Ra degerlerine yakin sonuglar kabul i¢in yeterlidir (<5 nm Cu, <2 nm S1/SiOz, <20 nm polimer).
(Bu test sistemin yetenegini dogrular, nihai siire¢ optimizasyonu zorunlu degildir.)

8. Egitim Dogrulamasi

Uretici tarafindan verilen egitim asagidaki basliklar1 kapsamalidir:
8.1. Sistem baglatma ve kapatma

8.2. Recete olusturma

8.3. Pad degisimi

8.4. Carrier yerlestirme ve ¢ikarma

8.5. Conditioning prosedurleri

8.6. Slurry sistemi kullanimi

8.7. Temizlik ve gilinliik bakim

8.8. Guvenlik prosedurleri

9. Kabul Kriterleri ve Raporlama

Asagidaki kosullar saglandiginda sistem kabul edilmis sayilacaktir:

9.1. Teknik sartnameye uygunluk dogrulanmustir.

9.2. Tiim mekanik ve elektronik fonksiyon testleri basariyla tamamlanmistir.
9.3. Yazilim ve recete yonetimi fonksiyonlar1 ¢aligmaktadir.

9.4. Giivenlik testleri bagariyla tamamlanmaistir.

9.5. Slurry ve DI rinse sistemleri eksiksiz ¢alismaktadir.

9.6. Performans testi olumlu sonug vermistir.

9.7. Operator egitimi basariyla tamamlanmuistir.

9.8. Tiim belgeler teslim edilmistir.

10. Kabulin Reddi
Asagidaki durumda kabul yapilamaz:
i. Cihazda teknik kusur bulunmasi

ii. Calismayan fonksiyonlarin olmasi

iii. Giivenlik testlerinin basarisiz olmasi

iv. Eksik dokiiman veya eksik aksesuar teslimi

V. Performans testinde ciddi kontrol problemi goriilmesi
(Tedarikgi, sorunlar1 giderdikten sonra tekrar test yapilir.)




